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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit 

(54) IC-Kartenmodul zur Herstellung einer IC-Karte sowie Verfahren zur Herstellung einer IC-Karte 

(§7) IC-Kartenmodul (20) zur Herstellung einer IC-Karte (118) 
mit mindestens einer Spule (46) und mindestens einem Chip 
(23) zur Ausbildung einer Transpondereinheit, wobei der 
Chip und die Spule uber einen Modultrager (21) miteinander 
verbunden sind, der sowohi eine elektrlsch leitfahige Verbin- 
dung zwischen dem Chip und der Spule ais auch eine 
elektrisch leitfahige Verbindung mit einer Au&enkontaktfia- 
che (38) des Modultragers und dem Chip ermoglicht, wobei 
das IC-Kartenmodul (20) eine durch einen Rucksprung R von 
der AuSankontaktflSche (38) beabstandete, die AuSenkon- 
taktflache seitlich uberragende Ruckhalteeinrichtung (41) 
aufweist, sowte ein Verfahren zur Herstellung einer IC-Karte 
unter Verwendung eines derartigen IC-Kartenmoduls. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein IC-Kartenmo- 
dul zur Herstellung einer IC-Karte nach dem Oberbe- 
griff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer IC-Karte unter Verwendung eines derartigen 
IC-Kartenmoduls nach dem Oberbegriff des Anspruchs 
14. 

IC-Karten enthalten einen in einem Kartenkorper in- 
stallierten Chip als Datentrager und ermoglichen je 
nach Ausfuhrung einen beruhrungslosen oder beriih- 
rungsbehafteten Zugriff auf den Datentrager. Fur einen 
beriihrungsbehafteten Kontakt sind auf dem Kartentra- 
ger Kontaktfelder vorgesehen, die eine Verbindung mit 
entsprechend angeordneten Kontaktstellen in einer Ge- 
geneinrichtung ermoglichen. Ein beriihrungsloser Zu- 
griff auf die Daten des Chips wird moglich, wenn dieser 
mit einer Spule zu einer Transpondereinheit erganzt ist. 

Aus der DE 43 1 1 493 Al ist ein in einen Kartenkor- 
per einsetzbares IC-Kartenmodul bekannt, das die Her- 
stellung einer IC-Karte ermoglicht, die sowohl einen 
beriihrungsbehafteten Zugriff auf den Chip uber Kon- 
taktfelder als auch einen beruhrungslosen Zugriff auf 
den Chip mittels einer den Chip zu einer Transponde- 
reinheit erganzten Spule ermoglicht. Dabei sind der 
Chip und die Spule uber einen Modultrager miteinander 
verbunden, der sowohl eine elektrisch leitfahige Verbin- 
dung zwischen dem Chip und der Spule als auch eine 
elektrisch leitfahige Verbindung zwischen dem Chip 
und einer Kontaktfelder aufweisenden AuBenkontakt- 
flache des Modultragers ermoglicht. 

Die Verwendung des aus der DE43 11 493 Al be- 
kannten IC-Kartenmoduls zur Herstellung einer IC- 
Karte setzt die Bereitstellung eines mit einer entspre- 
chenden Ausnehmung versehenen Kartenkorpers vor- 
aus, in den sich das bekannte IC-Kartenmodul einsetzen 
laBt. Die verliersichere Verbindung des IC-Kartenmo- 
duls mit dem Kartenkorper muB in einem von der Her- 
stellung des Kartenkorpers unabhangigen, separaten 
Fertigungsschritt durchgefuhrt werden. Hieraus ergibt 
sich insgesamt ein erhohter Aufwand bei der IC-Karten- 
herstellung; insbesondere deswegen, weil die Verbin- 
dung des IC-Kartenmoduls mit dem Kartenkorper, die 
beispielsweise mittels Klebung erfolgt, so durchgefuhrt 
werden muB, daB im Ergebnis die AuBenkontaktflache 
des IC-Kartenmoduls biindig zur Oberflache des Kar- 
tenkorpers ist, um einen betriebssicheren Gebrauch ei- 
ner derartigen IC-Karte, etwa in einem Geldautomaten, 
sicherzustellen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe 
zugrunde, ein IC-Kartenmodul zur Herstellung einer 
IC-Karte vorzuschlagen, das eine vereinfachte Herstel- 
lung einer entsprechenden IC-Karte ermoglicht. 

Hierzu weist das erfindungsgemaBe IC-Kartenmodul 
eine durch einen Riicksprung von der AuBenkontaktfla- 
che beabstandete, die AuBenkontaktflache seitlich uber- 
ragende Ruckhalteeinrichtung auf. Diese Riickhalteein- 
richtung ermoglicht es, die Verbindung des IC-Karten- 
moduls mit dem Kartenkorper bereits wahrend der 
Herstellung des Kartenkorpers herzustellen. Dadurch 
wird ein separater Fertigungsschritt, wie er bei Verwen- 
dung des eingangs beschriebenen IC-Kartenmoduls zur 
Herstellung einer IC-Karte notwendig ist, uberflussig. 
Im Ergebnis ist daher die IC-Karte einfacher und ko- 
stengiinstiger herstellbar. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn zur Ausbildung der 
Ruckhalteeinrichtung die Spule derart gegenuber dem 
Modultrager angeordnet ist, daB sie sich zumindest teil- 



weise auBerhalb der AuBenkontaktflache erstreckt 
Hierdurch entfallt die Notwendigkeit, zur Ausbildung 
der Ruckhalteeinrichtung eine entsprechende Ausge- 
staltung des Modultragers vorzusehen. Vielmehr ist die 
5 ohnehin mit dem Modultrager verbundene Spule so an- 
geordnet, daB sie als Ruckhalteeinrichtung wirkt. 

Bei einer alternativen Ausfuhrungsform ist der Mo- 
dultrager zur Ausbildung der Ruckhalteeinrichtung mit 
einer seitlich angeordneten Auslegereinrichtung verse- 

io hen. Diese Auslegereinrichtung macht es moglich, die 
vorstehend beschriebene, bei entsprechender Anord- 
nung der Spule erzielbare Ruckhaltewirkung noch zu 
verstarken. Dies kann beispielsweise dann sinnvoll sein, 
wenn die Spule den Modultrager lediglich in einer Rich- 

15 tung seitlich uberragt. Daruber hinaus ermoglicht diese 
Ausfuhrungsform auch die Verwendung von kleineren 
Spulen, die nicht notwendigerweise den Modultrager 
seitlich uberragen, ohne auf die vorteilhafte Wirkung 
der Ruckhalteeinrichtung, die eine Integration des IC- 

20 Kartenmoduls in das Verfahren zur Herstellung einer 
IC-Karte ermoglicht, verzichten zu miissen. 

Bei einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform 
ist die Auslegereinrichtung aus Spulenkontakt-Leiter- 
bahnen einer auf dem Modultrager angeordneten Lei- 

25 terbahnstruktur gebildet, die zur Herstellung der elek- 
trisch leitfahigen Verbindung zwischen dem Chip und 
der Spule dienen. Hierbei werden namlich die ohnehin 
zur Herstellung der elektrischen Verbindung zwischen 
der Spule und dem Chip notwendigen Leiterbahnen 

30 gleichzeitig zur Ausbildung der Auslegereinrichtung ge- 
nutzt, so daB die separate Ausbildung einer Einrichtung, 
die iediglich eine Ruckhaltefunktion erfiillt, uberflussig 
wird. 

Wenn die Spulenkontakt-Leiterbahnen auf derselben 
35 Seite der Tragerbasis angeordnet sind wie Kontaktfel- 
der der AuBenkontaktflache zur Herstellung der elek- 
trisch leitfahigen Verbindung uber AuBenkontakt-Lei- 
terbahnen zum Chip, ist es moglich, das IC-Kartenmo- 
dul besonders flach auszufiihren, so daB beispielsweise 
40 auch die Herstellung einer IC-Karte moglich ist, die 
zwei oder mehr IC-Kartenmodule auf weist, die einan- 
der zumindest teilweise iiberdeckend im Kartentrager 
angeordnet sind und deren AuBenkontaktflachen auf 
gegenuberliegenden Seiten der IC-Karte angeordnet 
45 sind. 

Wenn bei einem derartigen IC-Kartenmodul die Spu- 
lenkontakt-Leiterbahnen zur Ausbildung der Ruck- 
halteeinrichtung in einem uber die AuBenkontaktflache 
des Modultragers hinausragenden Oberstandsbereich 

50 S-Schlagformig ausgebildet sind, ist der bei der Anord- 
nung der Ruckhalteeinrichtung erforderliche Riick- 
sprung auf besonders schonende Art und Weise fur die 
Spulenkontakt-Leiterbahnen reaiisierbar. 
Eine moglichst flache Bauhohe des IC-Kartenmoduls 

55 wird auch dadurch gefordert, daB die Kontaktierung 
von Spulendrahtenden der Spule auf Leiterbahnenden 
der Spulenkontakt-Leiterbahnen auf einer Kontaktfla- 
che vorgesehen ist, die einer AuBenkontaktflachene- 
bene, in der die AuBenkontaktflache angeordnet ist, zu- 

60 gewandtist. 

Die durch die vorstehend beschriebene Ausbildung 
der Spulenkontakt-Leiterbahnen erzielbare Wirkung 
einer Ruckhalteeinrichtung wird verstarkt, wenn minde- 
stens eine der AuBenkontakt- Leiterbahnen in einem 

65 uber die AuBenkontaktflache des Modultragers hinaus- 
ragenden Oberstandsbereich S-Schlagformig ausgebil- 
det sind 

Bei einer Anordnung der Spulenkontakt-Leiterbah- 
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nen gegenuberliegend von AuBenkontakt-Leiterbahnen 
zur Herstellung der elektrisch leitf&higen Verbindung 
zwischen Kontaktfeldern der AuBenkontaktflache und 
dem Chip ist von vornherein der fur die Verwendung 
der Spulenkontakt-Leiterbahnen als Ruckhalteeinrich- 5 
tung notwendige Riicksprung gegeben, ohne daB diese 
verformt werden muBten. 

Eine Verbindung von Chip-AnschluBflachen mit den 
Spulenkontakt-Leiterbahnen und den AuBenkontakt- 
Leiterbahnen mittels Drahtbondverbindungen hat den 10 
Vorteil, daB die Verbindungen zwischen den Leiterbah- 
nen und den Chip-AnschluBflachen beliebig orientiert 
werden konnen. 

Bei Verwendung von Kontaktmetallisierungen als 
Verbindung zwischen den Spulenkontakt-Leiterbahnen 15 
und den Chip-AnschluBflachen sowie den AuBenkon- 
takt-Leiterbahnen und den Chip-AnschluBflachen laBt 
sich ein im wesentlichen unmittelbarer Kontakt mit ent- 
sprechend geringer Bauh6he des IC-Kartenmoduls er- 
zielen. 20 

Eine besonders kompakte Ausbildung des Modultra- 
gers wird auch mdglich, wenn die AuBenkontakt-Leiter- 
bahnen in die Kontaktfelder ubergehend ausgebildet 
sind; etwa dann, wenn die Kontaktfelder durch Endbe- 
reiche der AuBenkontakt-Leiterbahnen gebildet sind 25 

Bei einer IC-Karte, die unter Verwendung des vorste- 
hend in verschiedenen Ausftihrungsformen beschriebe- 
nen IC-Kartenmoduls hergestellt ist, ist das IC-Karten- 
modul derart in einem Kartenkorper der IC-Karte an- 
geordnet, daB die mit mindestens einem Kontaktfeld 30 
versehene AuBenkontaktflache im wesentlichen bundig 
mit der Oberflache der IC-Karte angeordnet ist und die 
Ruckhalteeinrich tung des IC-Kartenmoduls einen an 
die Kontaktflache angrenzenden Riickhaltebereich des 
Kartenkorpers hintergreift. 35 

In einer Ausfuhrungsform der IC-Karte ist der Riick- 
haltebereich Teii eines monolithisch ausgebildeten Kar- 
tenkorpers. In einer anderen Ausfuhrungsform ist der 
Riickhaltebereich Teil einer Tragerschicht eines zumin- 
dest aus zwei Schichten gebildeten Kartenkdrpers. 40 

Wenn die Ruckhalteeinrichtung zwischen der Trager- 
schicht und einer Gegenschicht aufgenommen wird, wo- 
bei die Ruckhalteeinrichtung zumindest teilweise in der 
Tragerschicht eingebettet ist, laBt sich der Kartenkor- 
per im Laminierverfahren herstellen, wobei in einem 45 
ersten Verfahrensschritt eine aus der Tragerschicht und 
dem IC-Kartenmodul bestehende Einheit herstellbar ist, 
die bei der weiteren Herstellung der IC-Karte analog 
einer Laminatschicht einfach handhabbar ist. Alternativ 
ist auch eine Verbindung der Ruckhalteeinrichtung mit 50 
der Tragerschicht iiber einen Kleberauftrag mdglich. 

Bei einer ersten Variante des Verfahrens zur Herstel- 
lung einer IC-Karte unter Verwendung des in verschie- 
denen Ausfuhrungsformen beschriebenen IC-Karten- 
moduls wird das IC-Kartenmodul mit der AuBenkon- 55 
taktflache bis zur Anlage der Ruckhalteeinrichtung an 
einer Verbindungsoberflache der Tragerschicht in eine 
Aufnahmeoffnung der Tragerschicht eingesetzt und es 
erfolgt eine Verbindung der Ruckhalteeinrichtung mit 
der Tragerschicht unter Einwirkung von Druck und eo 
Temperatur und/oder Ultraschall. AnschlieBend wird 
die Gegenschicht auf die Verbindungsoberflache der 
Tragerschicht aufgebracht. 

Bei einer anderen Variante des Verfahrens zur Her- 
stellung einer IC-Karte unter Verwendung des in ver- 65 
schiedenen Ausfuhrungsformen vorstehend beschriebe- 
nen IC-Kartenmoduls wird auf der Ruckhalteeinrich- 
tung eine Tragerschicht mit einer Offnung im Bereich 
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der AuBenkontaktflache des IC-Kartenmoduls ausge- 
bildet, derart, daB eine Verbindung zwischen der Ruck- 
halteeinrichtung und der Tragerschicht erfolgt. An- 
schlieBend wird die Gegenschicht auf die Tragerschicht 
und eine der AuBenkontaktflache gegeniiberliegende 
Ruckseite des IC-Kartenmoduls aufgebracht. Diese 
Verfahrensvariante ermdglicht beispielsweise die Her- 
stellung der Tragerschicht im Spritzverfahren. 

Eine weitere Verfahrensvariante zur Herstellung ei- 
ner IC-Karte unter Verwendung des in verschiedenen 
Ausfuhrungsformen vorstehend beschriebenen IC-Kar- 
tenmoduls besteht darin, auf der Ruckhalteeinrichtung 
den Kartenkorper als Ganzes mit einer Ausnehmung im 
Bereich der AuBenkontaktflache auszubilden. Auch die 
Ausbildung eines monolithischen Kartenkorpers kann 
beispielsweise im Spritzverfahren geschehen. 

Nachfolgend werden verschiedene Ausfuhrungsfor- 
men des IC-Kartenmoduls sowie eine unter Verwen- 
dung einer Ausfuhrungsform des IC-Kartenmoduls her- 
gestellte IC-Karte anhand der Zeichnungen naher be- 
schrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 ein IC-Kartenmodul in einer ersten Ausfuh- 
rungsform; 

Fig. 2 das in Fig. 1 dargestellte IC-Kartenmodul in 
Draufsicht; 

Fig. 3 ein IC-Kartenmodul in einer weiteren Ausfuh- 
rungsform in Draufsicht; 

Fig. 4 das in Fig. 3 dargestellte IC-Kartenmodul in 
einer Schnittdarstellung gemaB Schnittlinienverlauf IV- 
IV in Fig. 3; 

Fig. 5 eine Schnittdarstellung des in Fig. 3 dargestell- 
ten IC-Kartenmoduls langs dem Schnittlinienverlauf 
V-VinFig.3; 

Fig. 6 ein IC-Kartenmodul gemaB einer weiteren 
Ausfuhrungsform in Daraufsicht; 

Fig. 7 das in Fig. 6 dargestellte IC-Kartenmodul in 
einer Schnittdarstellung gemaB dem Schnittlinienver- 
lauf VII-VII in Fig. 6; 

Fig. 8 das in Fig. 6 dargestellte IC-Kartenmodul in 
einer Schnittdarstellung gemaB dem Schnittlinienver- 
lauf VII I- VIII in Fig. 6; 

Fig. 9 ein IC-Kartenmodul in einer weiteren Ausfuh- 
rungsform; 

Fig. 10 ein IC-Kartenmodul in einer weiteren Ausfuh- 
rungsform; 

Fig. 1 1 eine IC-Karte mit einem IC-Kartenmodul ge- 
maB der in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungsform, 

Die Fig. 1 und 2 zeigen ein IC-Kartenmodul 20 mit 
einem Modultrager 21, der auf seiner Oberseite mit ei- 
ner Leiterbahnstruktur 22 versehen ist und auf dessen 
Unterseite ein Chip 23 angeordnet ist. 

Wie aus Fig. 2 deutlich wird, weist der hier beispiel- 
haft verwendete Chip 23 insgesamt sechs ChipanschluB- 
flachen 24 auf, die iiber Drahtbondverbindungen 25 mit 
Spulenkontakt-Leiterbahnen 26, 27 und AuBenkontakt- 
leiterbahnen 28, 29, 30, 31 verbunden sind. 

In dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel erstrecken 
sich sowohl die Spulenkontakt-Leiterbahnen 26, 27 als 
auch die AuBenkontakt-Leiterbahnen 28 bis 31 zu ei- 
nem Teil auf der Oberseite des Moduitragers 21, wo sie 
mit ihren Endbereichen Kontaktfelder 32 bis 37 bilden, 
die iiber die Drahtbondverbindungen 25 mit jeweils ei- 
ner Chip- AnschluBflache 24 verbunden sind. 

Wie aus Fig. 1 deutlich wird, weisen die Spulenkon- 
takt-Leiterbahnen 26, 27 jeweils einen iiber eine durch 
die Kontaktfelder 32 bis 37 gebildete AuBenkontaktfla- 
che 38 hinausgehenden Oberstand 39 auf, der in einem 
Endbereich 40 durch einen Riicksprung R von der Au- 
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Benkontaktflache 38 beabstandet ist. Im Obergang von 
der AuBenkontaktflache 38 zum Endbereich 40 ist der 
Oberstand 39 der Spulenkontakt-Leiterbahnen 
S-Schlagfdrmig ausgebildet 

Die derart ausgebildeten Uberstande 39 der Spulen- 
kontakt-Leiterbahnen 26, 27 wirken zusammen ais eine 
Ruckhalteeinrichtung 41, deren Funktion nachfolgend 
anhand der Fig. 1 1 noch ausfuhrlich erlautert wird. 

Wie aus den Fig. 1 und 2 weiterhin zu ersehen ist, sind 
die Endbereiche 40 der Spulenkontakt-Leiterbahnen 26, 
27 auf einer einer AuBenkontaktflachenebene 42 zuge- 
wandten Kontaktflache 43 elektrisch leitend — bei- 
spielsweise mittels einer Thermokompressionsverbin- 
dung — mit Spulendrahtenden 44, 45 einer hier nur 
unvollstandig dargestellten Spule 46 verbunden. Da sich 
die Spule im vorliegenden Fall auBerhalb der AuBen- 
kontaktflache 38 erstreckt, bildet auch sie einen Teil der 
Ruckhalteeinrichtung 41, was ebenfalls unter Bezugnah- 
me auf die Fig. 1 1 nachfolgend noch eingehender erlau- 
tert wird. 

Bei dem in den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiel des IC-Kartenmoduls 20 erstrecken sich 
ebenfalls die AuBenkontakt-Leiterbahnen 28 bis 31 aus- 
gehend von den Kontaktfeldern 32, 34, 35 und 37 mit 
Oberstanden 47 iiber die AuBenkontaktflache 38 hinaus 
und sind in gleicher Weise wie die Oberstande 39 der 
Spulenkontakt-Leiterbahnen 26, 27 S-Schlagformig ge- 
formt zur Ausbildung des Riicksprungs R. Damit tragen 
bei dem in den Fig. 1 und 2 dargestellten IC-Kartenmo- 
dul 20 auch die Uberstande 47 der AuBenkontakt-Lei- 
terbahn 28 bis 31 zur Ausbildung der Ruckhalteeinrich- 
tung 41 bei. 

Bei dem in den Fig. 1 und 2 dargestellten IC-Karten- 
modul 20 weisen auch die Spulenkontakt-Leiterbahnen 
26, 27, die iiber die Drahtbondverbindungen 25 eine 
elektrische Verbindung der Spule 46 mit den entspre- 
chenden Chip-AnschluBflachen ermogiichen, Kontakt- 
felder 33, 36 auf, so daB ein Zugriff auf die entsprechen- 
den Chip-AnschluBflachen 24 sowohl benihrungsbehaf- 
tet iiber die Kontaktfelder 33 und 36 als auch beruh- 
rungslos iiber die Spule 46 erfolgen kann. Die AuBen- 
kontakt-Leiterbahnen 28 bis 31 ermogiichen iiber die 
Kontaktfelder 32, 34, 35 und 37 lediglich einen beriih- 
rungsbehafteten Zugriff auf die entsprechenden Chip- 
AnschluBflachen 24. 

Fig. 1 zeigt, daB der auf der Unterseite des Modultra- 
gers 21 mit seinen Chip-AnschluBflachen 24 nach unten 
weisend angeordnete Chip 23 mit einem VerguB 48 ver- 
sehen ist, der sowohl den Chip 23 ais auch die von den 
Chip-AnschluBflachen 24 zu den Spulenkontakt-Leiter- 
bahnen 26, 27 und den AuBenkontakt-Leiterbahnen 28, 
31 fiihrenden Drahtbondverbindungen 25 abschirmt. 

In den Fig. 3, 4 und 5 ist ein IC-Kartenmodul 49 dar- 
gestellt, bei dem auf der Oberseite eines Modultragers 
50 (Fig. 4, 5) AuBenkontakt-Leiterbahnen 51 bis 56 und 
auf der Unterseite Spulenkontakt-Leiterbahnen 57 und 
58 (Fig. 5) angeordnet sind. 

Die AuBenkontakt-Leiterbahnen 51 bis 56 bilden mit 
ihren Oberseiten insgesamt sechs Kontaktfelder 59 bis 
64 und erstrecken sich bei dem hier dargestellten Aus- 
fiihrungsbeispiel nicht iiber eine AuBenkontaktflache 65 
des IC-Kartenmoduls 49 hinaus. 

Wie aus einer Zusammenschau der Fig. 3 und 4 deut- 
lich wird, weist ein auf der Unterseite des Modultragers 
50 angeordneter Chip 66 insgesamt acht AnschluBfla- 
chen 67 auf, die jeweils iiber Drahtbondverbindungen 
68 mit den AuBenkontaktleiterbahnen 51 bis 56 verbun- 
den sind. Hierzu sind die Drahtbondverbindungen 68 



durch Bondof f nungen 69 (Fig. 4) im Modultrager 50 hin- 
durchgefuhrt. Ebenso ist es moglich, anstelle der Bond- 
offnungen 69 hier nicht naher dargestellte Durchkon- 
taktierungen zum AnschluB der Drahtbondverbindun- 
5 gen 68 an die AuBenkontakt-Leiterbahnen 51 bis 56 zu 
verwenden. 

Wie aus Fig. 5 deutlich wird, erfolgt der AnschluB der 
Chip-AnschluBflachen 67 an die Spulenkontakt-Leiter- 
bahnen 57, 58 ebenfalls iiber jeweils eine Drahtbondver- 

io bindung 68. An die Spulenkontakt-Leiterbahnen 57, 58 
sind beispielsweise mittels einer Thermokompressions- 
verbindung Spulendrahtenden 70, 71 einer hier nur un- 
vollstandig dargestellten Spule 72 angeschlossen. Die 
Spulendrahtenden 70, 71 erstrecken sich nach auBerhalb 

15 der AuBenkontaktflache 65 und bilden somit zusammen 
mit den ebenfalls auBerhalb der AuBenkontaktflache 65 
angeordneten Bereichen der Spule 72 eine Ruckhalte- 
einrichtung 73, die infolge der Anordnung von AuBen- 
kontakt-Leiterbahnen 51 bis 56 einerseits und Spulen- 

20 kontakt-Leiterbahnen 57 und 58 andererseits auf gegen- 
iiberliegenden Seiten des Modultragers 50 um einen 
Riicksprung R von der AuBenkontaktflachenebene 42 
beabstandet sind. Wie bei dem anhand der Fig. 1 und 2 
erlauterten IC-Kartenmoduls 20 kann auch bei dem IC- 

25 Kartenmodul 49 eine Abschirmung des Chips 66 sowie 
der Drahtbondverbindungen 68 iiber einen VerguB 74 
erfolgen. 

Abweichend von dem eingangs erlauterten IC-Kar- 
tenmodul 20 ist ein Zugriff auf die an die Spulenkontakt- 

30 Leiterbahnen 57, 58 angeschlossenen Chip-AnschluBfla- 
chen 67 nur beriihrungslos uber die Spule 72 moglich. 
Obereinstimmend mit dem IC- Kartenmodul 20 ist auch 
bei dem IC-Kartenmodul 49 ein Zugriff auf die mit den 
AuBenkontakt-Leiterbahnen 51 bis 56 verbundenen 

35 Chip-AnschluBflachen 67 lediglich beruhrungsbehaftet 
iiber die Kontaktfelder 59 bis 64 moglich. 

In den Fig. 6, 7 und 8 ist ein IC-Kartenmodul 75 mit 
einem Modultrager 76 (Fig. 7) dargestellt, der auf seiner 
Oberseite und seiner Unterseite AuBenkontakt-Leiter- 

40 bahnen 77 bis 88 aufweist, die jeweils paarweise iiber 
eine Durchkontaktierung 89 (Fig. 7) miteinander ver- 
bunden AuBenkontaktleiter 90 bis 95 zum AnschluB an 
Chip-AnschluBflachen 96 eines Chips 97 bilden. Der 
Chip 97 ist im vorliegenden Fall mit seinen Chip-An- 

45 schluBflachen 96 iiber Kontaktmetallisierungen 132 di- 
rekt mit den AuBenkontaktleitern 90 bis 95 verbunden. 
Die Verbindung des Chips 97 mit den AuBenkontaktlei- 
tern 90 bis 95 kann daher mit der an sich bekannten 
Flip-Chip-Technologie erfolgen. 

50 GemaB dem in Fig. 7 dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spiel bilden die auf der Oberseite des Modultragers 76 
angeordneten AuBenkontakt-Leiterbahnen 77 bis 82 
Kontaktfelder 98 bis 103, die einen beriihrungsbehafte- 
ten Zugriff auf die mit den AuBenkontaktleitern 90 bis 

55 95 verbundenen Chip-AnschluBflachen 96 ermogiichen. 
Wie daruber hinaus aus den Fig. 6 bis 7 zu ersehen ist, 
sind auf der Unterseite des Modultragers 76 neben den 
AuBenkontakt-Leiterbahnen 83 bis 88 zwei Spulenkon- 
takt-Leiterbahnen 104, 105 angeordnet, die, wie insbe- 

60 sondere aus Fig. 8 zu ersehen ist, eine elektrische Ver- 
bindung zwischen Spulendrahtenden 106, 107 einer nur 
unvollstandig dargestellten Spule 108 und zugeordneten 
Chip-AnschluBflachen 96 des Chips 97 ermogiichen. Die 
Spulenkontakt-Leiterbahnen 104, 105 weisen einen iiber 

65 eine AuBenkontaktflache 133 seitlich hervorragenden 
Oberstand 109 auf, der mit einem Riicksprung R gegen- 
iiber der AuBenkontaktflachenebene 42 angeordnet ist 
und somit als eine Ruckhalteeinrichtung 110 wirkt. 
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Aus Fig. 8 wird ersichtlich, daB bei dem IC-Karten- 
modul 75 Kontaktflachen 111, 112 zur Verbindung mit 
den Spulendrahtenden 106 und 107 von der AuBenkon- 
taktfiachenebene 42 abgewandt sind, was zur Folge hat, 
daB die Spulendrahtenden 106, 107 im wesentlichen in 5 
der Ebene des Chips 97 angeordnet sind und trotz der 
Verbindung der Spulendrahtenden 106, 107 mit den 
Spulenkontakt-Leiterbahnen 104, 105 ein ausreichender 
Riicksprung R verbleibt, so daB diese im Bereich ihrer 
Oberstande 109 als Ruckhalteeinrichtung 110 wirken 10 
konnen. Daruber hinaus hat die in Fig. 8 dargestellte 
Ausfuhrungsform den Vorteil, daB die Ausbildung einer 
Ruckhalteeinrichtung 110 bei insgesamt besonders ge- 
ringer Bauhohe des IC-Kartenmoduls 75 moglich ist. 

In den Fig. 9 und 10 sind zwei beispielhafte Konfigu- 15 
rationen von Spulen 113 (Fig. 9) und 114 (Fig. 10) darge- 
stellt, die die Ausbildung einer Riickhalteeinrichtung bei 
einem IC-Kartenmodul 1 15 ermoglichen, das bis auf feh- 
lende Oberstande 109 mit dem IC-Kartenmodul 75 
ubereinstirnmt Die Lage von Spulendrahtenden 116 20 
bzw. 117 sind fur diesen Fall in Fig. 8 mit gestricheltem 
Linienveriauf dargestellt 

Fig. 11 zeigt eine IC-Karte 118, die unter Verwen- 
dung des anhand von Fig. 1 beispielhaft erlauterten IC- 
Kartenmoduls 20 hergestellt worden ist. Nachfolgend 25 
soli unter Bezugnahme auf die Fig. 1 1 ein mogliches 
Verfahren zur Herstellung der IC-Karte 118 naher er- 
lautert werden. 

Ausgehend von dem IC-Kartenmodul 20, mit dessen 
Spulenkontakt-Leiterbahnen 26, 27 die Spulendrahten- 30 
den 44, 45 der Spule 46 verbunden sind, erfolgt zunachst 
eine Verbindung des IC-Kartenmoduls 20 mit einer Tra- 
gerschicht 119. Die Verbindung des IC-Kartenmoduls 
20 mit der Tragerschicht 119 erfolgt zum einen iiber 
eine formschlussige Verbindung der Spule 46 im Be- 35 
reich einer Verbindungsoberflache 120 der Trager- 
schicht 119; zum anderen auch iiber die Spulenkontakt- 
Leiterbahnen 26, 27 in deren Kontaktbereich 121 zur 
Verbindungsoberflache 120. Abweichend von der Dar- 
stellung in Fig. 1 1 kann die Eindringtiefe der Spule 46 40 
bzw. die Eindringtiefe der Kontaktbereiche 121 der 
Spulenkontakt-Leiterbahnen 26, 27 variieren zwischen 
einem nur teilweisen Kontakt und einer nahezu voll- 
standigen Einbettung. Die Verbindung kann beispiels- 
weise mittels Druck und Temperatur; jedoch auch unter 45 
Einwirkung von Ultraschall durchgefuhrt werden. Ab- 
weichend von der Darstellung in Fig. 1 1 ist es auch mog- 
lich, die hier von den Spulenkontakt-Leiterbahnen 26, 27 
und der Spule 46 gebildete Ruckhalteeinrichtung 41 
nicht unmittelbar, sondern iiber einen hier nicht naher 50 
dargestellten Kleberauftrag auf der Tragerschicht anzu- 
ordnen, wobei dann die Verbindungsoberflache zumin- 
dest teilweise durch den Kleberauftrag gebildet ist. 

Zur Herstellung der in Fig. 1 1 dargestellten Verbin- 
dung zwischen dem IC-Kartenmodul 20 und der Trager- 55 
schicht 119 kann das IC-Kartenmodul 20 mit seiner Au- 
Benkontaktflache 38 soweit in eine Einsetzoffnung 122 
der Tragerschicht 1 19 eingebracht werden, bis die Spule 
46 bzw. die Spulenkontaktleiterbahn 26, 27 an der Ver- 
bindungsoberflache 120 anliegen und die eigentliche eo 
Verbindung durchgefuhrt werden kann. 

Das IC-Kartenmodul 20 bildet zusammen mit der 
Tragerschicht 119 ein Karteninlet 123, das als Einheit in 
konventioneller Laminattechnik zu der in Fig. 1 1 darge- 
stellten IC-Karte 118 weiterverarbeitet werden kann. 65 
Dabei ist die Reihenfolge der nachfolgend beispielhaft 
beschriebenen Laminierungsvorgange variierbar. Vor- 
teilhaft ist es, wenn ausgehend von dem Karteninlet 123 
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anschlieBend eine Gegenschicht 124 auf die Verbin- 
dungsoberflache 120 der Tragerschicht 119 laminiert 
wird, so daB bis auf die in die Einsetzoffnung 122 hinein- 
ragende AuBenkontaktflache 38 des IC-Kartenmoduls 
20 ein Kartenkorper 125 mit in sich geschlossener, ebe- 
ner Oberflache gebildet wird. Je nach Ausbildung der 
Tragerschicht 119 und der Gegenschicht 124 kann die 
IC-Karte 118 abweichend von der Darstellung in Fig. 1 1 
aus lediglich zwei Schichten aufgebaut sein. In diesem 
Fall weist die Tragerschicht 119 eine derartige Dicke 
auf, daB das IC-Kartenmodul 20 mit seiner AuBenkon- 
taktflache 38 biindig zu einer AuBenfiache 126 der Tra- 
gerschicht 1 19 ist. 

Bei der in Fig. 11 dargestellten IC-Karte 118 sind auf 
die Tragerschicht 119 und die Gegenschicht 124 noch 
Deckschichten 127, 128 laminiert, die als sogenannte 
Personalisierungsschichten, also beispielsweise mit ei- 
nem Bild des Karteninhabers und etwaigen bibliogra- 
phischen Daten versehen, ausgebildet sein konnen. Eine 
weitere Moglichkeit besteht in der Verwendung der 
Deckschichten als Werbetrager oder dergleichen. 

Zur Anpassung von Schichtrandern 129 und 130 der 
Tragerschicht 119 und der Deckschicht 127 an den 
S-Schlagformig ausgebildeten Bereich der Spulenkon- 
takt-Leiterbahnen 26, 27 kann eine Verfullung 131 aus 
einem Klebstoff oder einem VerguBmaterial im Bereich 
der Schichtrander 129, 130 vorgesehen werden. Moglich 
ist auch das Erreichen einer derartigen Anpassung unter 
thermoplastischer Verformung der Schichtrander 129, 
130, beispielsweise wahrend der Herstellung der Ver- 
bindung zwischen dem IC-Kartenmodul 20 und der Tra- 
gerschicht 119 bzw. der Deckschicht 127. 

Aus der Darstellung gemaB Fig. 1 1 wird deutlich, daB 
die Oberstande 39 der Spulenkontakt-Leiterbahnen 26, 
27 und auch die damit verbundene Spule 46 als Ruck- 
halteeinrichtung 41 oder Verbindungseinrichtung wir- 
ken, die das IC-Kartenmodul 20 in der IC-Karte 118 
sichert. Diese Funktion wird unabh&ngig von der Art 
und Weise der Herstellung des IC-Kartenmoduls 20 er- 
reicht So kann zur Ausbildung des IC-Kartenmoduls 20 
auch zunachst die Spule 46 auf der Verbindungsoberfla- 
che 120 der Tragerschicht 119 appliziert werden und 
anschlieBend eine Verbindung zwischen den Spulen- 
drahtenden 44, 45 und den Spulenkontakt-Leiterbahnen 
26, 27 zur Ausbildung des IC-Kartenmoduls 20 erfolgen. 
Insbesondere in diesem Fall bietet sich eine Ausbildung 
der Spule 46 als sogenannte Verlegespule an, die da- 
durch entsteht, daB der Spulendraht unter Ausbildung 
der Spulenkonfiguration auf der Verbindungsoberfla- 
che 120 verlegt wird. 

Der in Fig. 1 1 dargestellte Schichtaufbau der IC-Kar- 
te 1 18 kann auch durch Ausbildung von Auf tragsschich- 
ten aufeinander erfolgen, so daB etwa ausgehend von 
einer Tragerschicht, die als Einheit oder im Spritzver- 
fahren auf die Ruckhalteeinrichtung 41 aufgebracht 
wird, die weiteren Schichten in Spritztechnik aufgetra- 
gen werden. 

Patentanspriiche 

1. IC-Kartenmodul zur Herstellung einer IC-Karte 
mit mindestens einer Spule und mindestens einem 
Chip zur Ausbildung einer Transpondereinheit, wo- 
bei der Chip und die Spuie iiber einen Modultrager 
miteinander verbunden sind, der sowohl eine elek- 
trisch leitfahige Verbindung zwischen dem Chip 
und der Spule als auch eine elektrisch leitfahige 
Verbindung zwischen einer AuBenkontaktflache 
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des Modultragers und dem Chip ermoglicht, da- 
durch gekennzeichnet, daB das IC-Kartenmodul 
(20, 49, 75, 115) eine durch einen Riicksprung R von 
der AuBenkontaktflache (38, 65, 133) beabstandete, 
die AuBenkontaktflache seitlich uberragende 5 
Ruckhalteeinrichtung (41, 73, 1 10) aufweist 

2. IC-Kartenmodul nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zur Ausbildung der Ruckhalte- 
einrichtung (41, 73, 110) die Spule (46, 72, 108, 113, 

1 14) der art gegeniiber dem Modultrager (21, 50, 76) 10 
angeordnet ist, daB sie sich zumindest teilweise au- 
Berhalb der AuBenkontaktflache (38, 65, 133) er- 
streckt. 

3. IC-Kartenmodul nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur Ausbildung der 15 
Ruckhalteeinrichtung (41, 73, 110) der Modultrager 
(21, 50, 76) mit einer seitlich angeordneten Ausle- 
gereinrichtung versehen ist. 

4. IC-Kartenmodul nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Auslegereinrichtung aus 20 
Spulenkontakt-Leiterbahnen (26, 27; 57, 58; 104, 
105) einer auf dem Modultrager (21, 50, 76) ange- 
ordneten Leiterbahnstruktur (22) gebildet ist, die 
zur Herstellung der elektrisch leitfahigen Verbin- 
dung zwischen dem Chip (23, 66, 97) und der Spule 25 
(46, 72, 108) dienen. 

5. IC-Kartenmodul nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Spulenkontakt-Leiterbahnen 
(26, 27) auf derselben Seite der Tragerbasis ange- 
ordnet sind wie Kontaktfelder (32 bis 37) der Au- 30 
Benkontaktflache (38) zur Herstellung der elek- 
trisch leitfahigen Verbindung iiber AuBenkontakt- 
Leiterbahnen (28 bis 31) zum Chip (23). 

6. IC-Kartenmodul nach Anspruch 4 oder 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Spulenkontakt-Lei- 35 
terbahnen (26, 27) zur Ausbildung der Ruckhalte- 
einrichtung (41) in einem iiber die AuBenkontakt- 
flache (38) des Modultragers (21) hinausragenden 
Oberstandsbereich (39) S-Schlagformig ausgebil- 
det sind 40 

7. IC-Kartenmodul nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kontaktierung von Spulen- 
drahtenden (44, 45) der Spule (46) auf Leiterbahn- 
enden der Spulenkontakt-Leiterbahnen (26, 27) auf 
der einer AuBenkontaktflachenebene (42) zuge- 45 
wandten Kontaktf iache (43) vorgesehen ist. 

8. IC-Kartenmodul nach Anspruch 6 oder 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB neben den Spulenkon- 
takt-Leiterbahnen (26, 27) auch mindestens eine der 
AuBenkontakt-Leiterbahnen (28 bis 31) in einem 50 
iiber die AuBenkontaktflache (38) des Modultra- 
gers (21) hinausragenden Oberstandsbereich (39) 
S-Schlagformig ausgebildet sind. 

9. IC-Kartenmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet, daB die Spulenkontakt- 55 
Leiterbahnen (57, 58) gegenuberliegend von Au- 
Benkontakt-Leiterbahnen (51 bis 56) zur Herstel- 
lung der elektrisch leitfahigen Verbindung zwi- 
schen Kontaktfeldern (59 bis 64) der AuBenkon- 
taktflache (65) und dem Chip (66) angeordnet sind. 60 

10. IC-Kartenmodul nach einem oder mehreren der 
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, daB zur Verbindung von ChipanschluBflachen 
(24, 67) mit den Spulenkontakt-Leiterbahnen (26, 
27; 57, 58) und den AuBenkontakt-Leiterbahnen (28 65 
bis 31; 51 bis 56) Drahtbondverbindungen (25; 68) 
vorgesehen sind. 

1 1. IC-Kartenmodul nach einem oder mehreren der 



Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Spulenkontakt-Leiterbahnen (104, 105) und die 
Chip-AnschluBflachen (96) sowie die AuBenkon- 
takt-Leiterbahnen (77 bis 88) und die Chip-An- 
schluBflachen (96) iiber Kontaktmetallisierungen 
(132) miteinander verbunden sind. 

12. IC-Kartenmodul nach einem oder mehreren der 
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, daB die AuBenkontakt-Leiterbahnen (28 bis 31 ; 
51 bis 56; 77 bis 88) in die Kontaktfelder (32 bis 37; 
59 bis 64; 98 bis 103) ubergehend ausgebildet sind. 

13. IC-Kartenmodul nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kontaktfelder (32 bis 37; 59 
bis 64; 98 bis 103) durch Endbereiche der AuBen- 
kontakt-Leiterbahnen (28 bis 31; 51 bis 56; 77 bis 
88) gebildet sind. 

14. IC-Karte mit einem IC-Kartenmodul nach ei- 
nem oder mehreren der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das IC-Karten- 
modul (20) derart in einem Kartenkorper (125) der 
IC-Karte (118) angeordnet ist, daB die mit minde- 
stens einem Kontaktfeld (32 bis 37) versehene Au- 
Benkontaktflache (38) im wesentlichen bundig mit 
der Oberflache des Kartenkorpers (125) angeord- 
net ist und die Ruckhalteeinrichtung (41) des IC- 
Kartenmoduls (20) einen an die AuBenkontaktfla- 
che (38) angrenzenden Ruckhaltebereich (129, 130) 
des Kartenkorpers (125) hintergreift. 

15. IC-Karte nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Ruckhaltebereich Teil eines mo- 
nolithisch ausgebildeten Kartenkorpers ist. 

16. IC-Karte nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Ruckhaltebereich Teil einer Tra- 
gerschicht (119) eines zumindest aus zwei Schich- 
ten gebildeten Kartenkorpers (125) ist. 

17. IC-Karte nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Ruckhalteeinrichtung (41) zwi- 
schen der Tragerschicht (119) und einer Gegen- 
schicht (124) aufgenommen wird, wobei die Ruck- 
halteeinrichtung zumindest teilweise in der Trager- 
schicht eingebettet ist. 

18. IC-Karte nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Ruckhalteeinrichtung (41) zwi- 
schen der Tragerschicht (119) und einer Gegen- 
schicht (124) aufgenommen wird, wobei die Ruck- 
halteeinrichtung mittels eines Kleberauftrags mit 
der Tragerschicht (1 19) verbunden ist. 

19. Verfahren zur Herstellung einer IC-Karte nach 
Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, daB 
das IC-Kartenmodul (20) mit der AuBenkontaktfla- 
che (38) bis zur Anlage der Ruckhalteeinrichtung 
(41) an einer Verbindungsoberflache (120) der Tra- 
gerschicht (119) in eine Einsetzdffnung (122) der 
Tragerschicht (1 19) eingebracht wird, eine Verbin- 
dung der Ruckhalteeinrichtung (41) unter Einwir- 
kung von Druck und Temperatur und/oder Ultra- 
schall erfolgt und anschlieBend die Gegenschicht 
(124) auf die Verbindungsoberflache (120) der Tra- 
gerschicht (1 19) aufgebracht wird. 

20. Verfahren zur Herstellung einer IC-Karte nach 
Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, daB 
auf die Ruckhalteeinrichtung (41) eine Trager- 
schicht mit einer Einsetzoffnung im Bereich der 
AuBenkontaktflache (38) des IC-Kartenmoduls (20) 
ausgebildet wird, derart, daB eine Verbindung zwi- 
schen der Ruckhalteeinrichtung (41) und der Tra- 
gerschicht (119) erfolgt, und anschlieBend die Ge- 
genschicht (124) auf die Tragerschicht (119) und 
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sine der AuOenkontaktflache (38) gegenuberlie- 
gende Ruckseite des IC-Kartenmoduls (20) aufge- 
bracht wird. 

2L Verfahren zur Herstellung einer IC-Karte nach 
Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB auf der 5 
ROckhalteeinrichtung (41) der Kartenkorper (125) 
mit einer Ausnehrnung im Bereich der AuBenkon- 
taktflache (38) des IC-Kartenmoduls (20) ausgebil- 
det wird. 

10 
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